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※概要（Summary）： 

 X 線 CT 装置で計測した MEMS 試作デバイスの形

状（実物形状）でシミュレー ションを行い、設計時

のシミュレーション結果と比較する実験を行なった。 

VDEC において振動解析装置を利用し、短期間にデバ

イスの振動特性を得ることができ、大変有効に活用さ

せて頂いた。 

※実験（Experimental）： 

測定したデバイスは面外振動型のカンチレバー構

造である。カンチレバーチップと対向電極チップ（絶

縁酸化膜付）の二枚の基板を持参した。プリント基板

加工装置によって、支持ならびに配線基板を作製し、

その上にカンチレバーチップをエポキシ系接着剤に

よって固定した。その上に対向電極をカプトンテープ

によって固定した。ワイヤボンダー装置によって、シ

リコン表面とプリント基板の銅箔を接続し、測定サン

プルを完成させた。 

 

図１：測定サンプル 

 サンプルを、公開装置である形状・膜厚・電気・機

械特性評価装置群の MSA-500 振動解析装置にセット

し、レーザードップラー振動計モードで周波数測定を

行った。20μm のギャップで対向電極を設け（図１）

電極間にオフセット電圧 50V、振幅(0-p)50V の正弦

波チャープ信号電圧を印加し、可動部の速度周波数特

性を測定した。 

 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 三田准教授から親切丁寧な指導を受け、半日ほどの講

習ならびに作業で、図２に示すような周波数特性を容易

に取得できるようになった。 

 

図２ 測定した周波数特性の例 

 本研究は、理想的な設計形状の 3 次元 CAD モデルと

製造プロセスを経て実際に作製されたデバイス形状の

差異によって生じるモード形状の違いをシミュレーシ

ョンにより検証するため、実際に振動デバイスを作製し、

X 線 CT 装置で得られた実物形状を精密に表現できる

モデルを用いて、裏付けとなるシミュレーションを行う

ことが目的である。今後、固有振動数におけるモード形

状等の比較を行い、精密な検証を行う予定である。 
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